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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania
oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym,
u�yteczno�ci publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  podstaw�  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.
1.1.

Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow� i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo�e wprowadza	 do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzgl�dniaj�ce  wymagania
Zamawiaj�cego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  które s�  niezb�dne do okre�lania  ich  standardu i
jako�ci.

Odst�pstwa  od  wymaga�  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog�  mie	  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�	, �e
podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie:

– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowi� wierzchni element warstw podłogowych,

– pokrycie  �cian  płytkami  (okładziny),  które  stanowi�  warstw�  ochronn�  i  kształtuj�c�  form�
architektoniczn� okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  u�yciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymaga�  odno�nie  własno�ci  materiałów,  wymaga�  i
sposobów oceny podło�y, wykonanie wykładzin i okładzin wewn�trznych i zewn�trznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz okre�leniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�	  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�	  z  dokumentacj�
projektow�,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce robót  podano  w ST  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentacj� robót wykładzinowych i okładzinowych stanowi�:

− projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

− projekt wykonawczy (je�eli taka potrzeba wyst�puje),

− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówie�  publicznych),
zgodna z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072
),
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− dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarz�dzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

− aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodno�ci  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pó
niejszymi zmianami),

− protokóły  odbiorów  cz��ciowych,  ko�cowych  i  robót  zanikaj�cych,  z  zał�czonymi  protokółami  z  bada�
kontrolnych,

− dokumentacja powykonawcza.

Roboty  nale�y  wykonywa	  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.  Powinien  on
uwzgl�dnia	:

− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,

− lokalizacj� i warunki u�ytkowania,

− rodzaj i stan podło�y pod wykładziny i okładziny.

W projekcie powinny by	 zawarte:

– wymagania  dla  podło�a,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

– specyfikacje  materiałów  do  wykonania  wykładziny  i  okładziny  z  powołaniem  si�  na  odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzgl�dnieniem szeroko�ci spoin i sposobu wyko�czenia,

– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,

– zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

Przez dokumentacj� powykonawcz� robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p.  14  ustawy  Prawo  budowlane)  wymienion�  wy�ej  dokumentacj�  robót  z  naniesionymi  zmianami  w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny mie	:

– Aprobaty Techniczne lub by	 produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,

– Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpiecze�stwa,

– Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowa	 si� termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  by	  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowi�zany  jest  posiada	  na  budowie  pełn�  dokumentacj�  dotycz�c�  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj�cych  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiada	 nast�puj�cym normom:
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– PN-EN 176:1996 – Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasi�kliwo�ci  wodnej  E�3%.
Grupa B I.

– PN-EN  177:1997  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasi�kliwo�ci  wodnej  3%<E�6%.
Grupa B IIa.

– PN-EN 178:1998 –  Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasi�kliwo�ci  wodnej  6%<E�10%.
Grupa B IIb.

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. Grupa
B III.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi okre�la	 dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to
płytek  dla  których  musz�  by	  okre�lone  takie  parametry  jak  np.  stopie�  �cieralno�ci,  mrozoodporno�	  i
twardo�	.

2.2.3. Kompozycje klej�ce i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klej�ce do mocowania płytek ceramicznych musz� spełnia	 wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musz� spełnia	 wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe,

– �rodki ochrony płytek i spoin,

– �rodki do usuwania zanieczyszcze�,

– �rodki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały musz� mie	 własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do  przygotowania  kompozycji  klej�cych  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosowa	  nale�y  wod�
odpowiadaj�c�  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw.”
Bez bada� laboratoryjnych mo�e by	 stosowana wodoci�gowa woda pitna.

3. SPRZ�T I NARZ�DZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych nale�y stosowa	:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia płytek,

– pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klej�cych,

– łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark�  elektryczn�  oraz pojemniki  do przygotowania kompozycji
klej�cych,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– g�bki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzy�yki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  �rodków  i  urz�dze�.
Zaleca si� u�ywa	 do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkni�tych. W czasie transportu
nale�y zabezpieczy	  przewo�one materiały w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie.  W  przypadku du�ych
ilo�ci  materiałów  zalecane  jest  przewo�enie  ich  na  paletach  i  u�ycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku
urz�dze� mechanicznych.

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  by	  w  pomieszczeniach  zamkni�tych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

1) Przed przyst�pieniem do wykonywania wykładzin powinny by	 zako�czone: 

– wszystkie roboty stanu surowego ł�cznie z wykonaniem podło�y, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg, 

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wyko�czone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.

2) Przyst�pienie do robót wykładzinowych powinno nast�pi	 po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesi�cy po zako�czeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  nale�y  wykonywa	  w  temperaturach  nie  ni�szych  ni�  +5ºC  i
temperatura ta powinna utrzymywa	 si� w ci�gu całej doby.

4) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  nale�y  w  ci�gu  pierwszych  dwóch  dni  chroni	  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny

5.3.1. Podło�a pod wykładziny

Podło�a pod wykładziny mo�e stanowi	 beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny by	 wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum 50 mm.

Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mie	  wytrzymało�	  na  �ciskanie  minimum  12  MPa,  a  na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo�ci podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosi	:

– podkłady zwi�zane z podło�em – 25 mm

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

– podkłady „pływaj�ce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm

Powierzchnia podkładu powinna by	 zatarta na ostro, bez raków, p�kni�	 i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  s�  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  �rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej  nie mo�e przekracza	  5  mm na
całej długo�ci łaty kontrolnej o długo�ci 2 m.
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W  podkładzie  nale�y  wykona	,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej. Na zewn�trz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekracza	 10 m2,  a
maksymalna długo�	 boku nie wi�ksza ni� 3,5 m.

Wewn�trz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny mie	  wymiary nie  wi�ksze  ni�  5x6  m.  Dylatacje  powinny
by	  wykonane w miejscach dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów pod maszyny,  słupów konstrukcyjnych
oraz  w  styku  ró�nych  rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,
wielko�ci  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów
powinny by	 podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by	 wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jako�ci  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  p�kni�	  skurczowych  zaleca  si�  zbrojenie
podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych
włóknem polipropylenowym.

Du�ym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpo�rednio pod wykładzin�
warstwy  z  masy  samopoziomuj�cej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomuj�ce  wykonuje  si�  z  gotowych
fabrycznie sporz�dzonych mieszanek  �ci�le  według instrukcji  producenta.  Wykonanie  tej  warstwy podnosi
koszt podłogi, powoduje jednak oszcz�dno�	 kleju.

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed  przyst�pieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  nale�y  przygotowa	  wszystkie  niezb�dne
materiały,  narz�dzia  i  sprz�t,  posegregowa	  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanowa	
sposób układania płytek.

Poło�enie  płytek  nale�y  rozplanowa	  uwzgl�dniaj�c  ich  wielko�	  i  szeroko�	  spoin.  Na  jednej
płaszczy
nie płytki powinny by	 rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie	 jednakow� szeroko�	
wi�ksz�  ni�  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawieraj�ca
okre�lone w dokumentacji wzory lub składaj�ca si� z ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek.

Wybór kompozycji  klej�cych zale�y od rodzaju płytek  i  podło�a oraz wymaga�  stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klej�ca musi by	 przygotowana zgodnie z instrukcj� producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  si�  od  najbardziej  eksponowanego  naro�nika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

Kompozycj� klej�c� nakłada si� na podło�e gładk� kraw�dzi� pacy a nast�pnie „przeczesuje” si� z�bat�
kraw�dzi�  ustawion�  pod  k�tem  około  50°.  Kompozycja  klej�ca  powinna  by	  nało�ona  równomiernie  i
pokrywa	 cał� powierzchni� podło�a. Wielko�	 z�bów pacy zale�y od wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane
wielko�	  z�bów  i  konsystencja  kompozycji  klej�cej  sprawiaj�,  �e  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca si� stosowa	 nast�puj�ce wielko�ci z�bów pacy w zale�no�ci od wielko�ci płytek:

– 50 x 50 mm – 3 mm

– 100 x 100 mm – 4 mm

– 150 x 150 mm – 6 mm

– 200 x 200 mm – 6 mm

– 250 x 250 mm – 8 mm

– 300 x 300 mm – 10 mm

– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia  z  nało�on�  warstw�  kompozycji  klej�cej  powinna  wynosi	  około  1  m2  lub  pozwoli	  na
wykonanie wykładziny w ci�gu około 10-15 minut.

Grubo�	 warstwy kompozycji klej�cej zale�y od rodzaju i równo�ci podło�a oraz rodzaju i wielko�ci płytek
i wynosi �rednio około 6-8 mm.

Po  nało�eniu  kompozycji  klej�cej  układa  si�  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  naro�nika.
Nakładaj�c pierwsz� płytk� nale�y j� lekko przesun�	 po podło�u (około 1 cm), ustawi	 w ��danej pozycji i
docisn�	  dla  uzyskania  przyczepno�ci  kleju  do  płytki.  Nast�pne  płytki  nale�y  doło�y	  do  s�siednich,
docisn�	  i  mikroruchami  odsun�	  na  szeroko�	  spoiny.  Dzi�ki  du�ej  przyczepno�ci  �wie�ej  kompozycji
klejowej  po  doci�ni�ciu  płytki  uzyskuje  si�  efekt  „przyssania”.  Wi�ksze  płytki  zaleca  si�  dobija	  młotkiem
gumowym.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewn�trz  warstwa  kompozycji  klej�cej  powinna  pod  cał�
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powierzchni�  płytki.  Mo�na  to  osi�gn�	  nakładaj�c  dodatkowo  cienk�  warstw�  kleju  na  spodni�
powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe.

Zaleca si� nast�puj�ce szeroko�ci spoin przy płytkach o długo�ci boku:

– do 100 mm – około 2 mm

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powy�ej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi�dzy płytkami nale�y usun�	 jego nadmiar, mo�na
te� usun�	 wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek nale�y tak�e mocowa	 listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe.

Po uło�eniu płytek na podłodze wykonuje si� cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre�la	 dokumentacja
projektowa.  Dla cokołów wykonywanych z płytek  identycznych jak  dla wykładziny podłogi  stosuje si�  takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek mo�na przyst�pi	 nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od uło�enie płytek. Dokładny
czas powinien by	 okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku gdy kraw�dzie płytek  s�  nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y	  je  wod�  mokrym
p�dzlem.

Spoinowanie wykonuje si�  rozprowadzaj�c zapraw�  do  spoinowania  (zapraw�  fugow�)  po  powierzchni
wykładziny  pac�  gumow�.  Zapraw�  nale�y  dokładnie  wcisn�	  w  przestrzenie  mi�dzy  płytkami  ruchami
prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotn� g�bk�.
�wie��  zapraw�  mo�na dodatkowo  wygładzi	  zaokr�glonym  narz�dziem  i  uzyska	  wkl�sły kształt  spoiny.
Płaskie  spoiny  uzyskuje  si�  poprzez  przetarcie  zaprawy  pac�  z  naklejon�  gładk�  g�bk�.  Je�eli  w
pomieszczeniach  wyst�puje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotno�	  powietrza  nale�y  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�anie ich wilgotn� g�bk�.

Przed  przyst�pieniem  do  spoinowania  zaleca  si�  sprawdzi	  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  wykładziny  i  zwi�kszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewn�trzne  po  stwardnieniu
spoiny  mog�  by	  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnuj�cymi.  Impregnowane  mog�  by	  tak�e
płytki.

5.4. Wykonanie okładzin

5.4.1. Podło�a pod okładzin�

Podło�em pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog� by	:

– �ciany betonowe

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych nale�y sprawdzi	 prawidłowo�	 przygotowania podło�a.

Podło�a  betonowe  powinny  by	  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  �rodków  antyadhezyjnych  i
starych powłok, bez raków, p�kni�	 i ubytków.

Poł�czenia  i  spoiny mi�dzy elementami  prefabrykowanymi  powinny by	  płaskie  i  równe.  W  przypadku
wyst�pienia  nierówno�ci  nale�y  je  zeszlifowa	,  a  ubytki  i  uskoki  wyrówna	  zapraw�  cementow�  lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  �cian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  by	  dwuwarstwowy  (obrzutka  i
narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W
przypadku okładzin wewn�trznych �ciana z elementów drobnowymiarowych mo�e by	 otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W  przypadku  podłó�  nasi�kliwych  zaleca  si�  zagruntowanie  preparatem  gruntuj�cym  (zgodnie  z
instrukcj� producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi podło�e powinno spełnia	 nast�puj�ce wymagania:
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– powierzchnia  czysta,  niepyl�ca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych  powłok
malarskich,

– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny oraz  odchylenie  kraw�dzi  od  linii  prostej,  mierzone  łat�
kontroln�  o  długo�ci  2  m,  nie  mo�e  przekracza	  3  mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  wi�kszej  ni�  3  na
długo�ci łaty,

– odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  mo�e  by	  wi�ksze  ni�  4  mm  na  wysoko�ci
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo�e by	 wi�ksze ni� 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  si�  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klej�cych  na
podło�ach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki ni�szej ni� M4.

5.4.2. Wykonanie okładzin

Przed  przyst�pieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  nale�y  przygotowa	  wszystkie  niezb�dne
materiały,  narz�dzia i  sprz�t,  posegregowa	  płytki  według,  wymiarów,  gatunku i  odcieni  oraz rozplanowa	
sposób  układania  płytek.  Poło�enie  płytek  nale�y  rozplanowa	  uwzgl�dniaj�c  ich  wielko�	  i  przyj�t�
szeroko�	 spoin. Na jednej �cianie płytki powinny by	 rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie	
jednakowa szeroko�	, wi�ksz� ni� połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina
zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji wzory lub składa si� z ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek.

Przed układaniem płytek na �cianie nale�y zamocowa	 prost�, gładk� łat� drewnian� lub aluminiow�. Do
usytuowania łaty nale�y u�y	 poziomnicy. Łat� mocuje si� na wysoko�ci cokołu lub drugiego rz�du płytek.

Nast�pnie  przygotowuje  si�  (zgodnie  z  instrukcj�  producenta)  kompozycj�  klej�c�.  Wybór  kompozycji
zale�y od rodzaju płytek i podło�a oraz wymaga� stawianych okładzinie.

Kompozycj�  klej�c�  nakłada  si�  na  podło�e  gładk�  kraw�dzi�  pacy  a  nast�pnie  „przeczesuje”  si�
powierzchni� z�bat� kraw�dzi� ustawion� pod k�tem około 50°. Kompozycja klej�ca powinna by	 rozło�ona
równomiernie  i  pokrywa	  cał�  powierzchni�  podło�a.  Wielo�	  z�bów  pacy  zale�y  od  wielko�ci  płytek.
Prawidłowo  dobrane  wielko�	  z�bów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiaj�,  �e  kompozycja  nie  wypływa  z
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielko�ci z�bów pacy w zale�no�ci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nało�on�  warstw�  kompozycji  klej�cej  powinna  wynosi	  około  1  m2  lub  pozwoli	  na
wykonanie okładziny w ci�gu około 10-15 minut.

Grubo�	 warstwy kompozycji klej�cej w zale�no�ci od rodzaju i równo�ci podło�a oraz rodzaju i wielko�ci
płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  si�  od  dołu  w  dowolnym  naro�niku,  je�eli  wynika  z  rozplanowania,  �e
powinna znale
	  si�  tam  cała  płytka.  Je�li  pierwsza płytka  ma by	  docinana,  układanie  nale�y zacz�	  od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek  polega  na  uło�eniu  płytki  na  �cianie,  doci�ni�ciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na
wła�ciwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielko�ci  spoiny.  Dzi�ki  du�ej  przyczepno�ci  �wie�ej
zaprawy klejowej po doci�ni�ciu płytki uzyskuje si� efekt „przyssania”. Płytki o du�ych wymiarach zaleca si�
dobija	 młotkiem gumowym.

Pierwszy rz�d płytek, tzw. cokołowy, układa si� zazwyczaj po uło�eniu wykładziny podłogowej. Płytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina	 na odpowiedni� wysoko�	. 

Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe. 

Zalecane szeroko�ci spoin w zale�no�ci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale�y usun�	 jego nadmiar, mo�na te� usun�	 wkładki
dystansowe.

W  trakcie  układania  płytek  nale�y  tak�e  mocowa	  listwy  wyko�czeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  s�  powierzchni�  licow�  naklejane  na  papier  przez  co  mo�liwe  jest
klejenie  nie  pojedynczej  płytki  lecz  wi�kszej  ilo�ci.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  si�  do  �ciany
deszczułk�  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni  krzywych  (np.
słupów)  nale�y  u�ywa	  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  zwi�zaniu  kompozycji  klej�cej  papier
usuwa si� po uprzednim namoczeniu wod�.

Do spoinowania mo�na przyst�pi	 nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od uło�enia płytek. Dokładny czas
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powinien by	 okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku gdy kraw�dzie płytek  s�  nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y	  je  wod�  mokrym
p�dzlem.

Spoinowanie wykonuje si�  rozprowadzaj�c zapraw�  do  spoinowania  (zapraw�  fugow�)  po  powierzchni
okładziny  poc�  gumow�.  Zapraw�  nale�y  dokładnie  wcisn�	  w  przestrzenie  mi�dzy  płytkami  ruchami
prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotn� g�bk�.
�wie��  zapraw�  mo�na dodatkowo  wygładzi	  zaokr�glonym  narz�dziem  i  uzyska	  wkl�sły kształt  spoiny.
Płaskie spoiny otrzymuje si� poprzez przetarcie zaprawy pac� z naklejon� gładk� g�bk�.

Je�eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i  niska wilgotno�	  powietrza nale�y zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�enie ich wilgotn� g�bk�.

Przed  przyst�pieniem  do  spoinowania  zaleca  si�  sprawdzi	  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  okładziny  i  zwi�kszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewn�trzne  po  stwardnieniu
spoiny  mog�  by	  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnuj�cymi.  Dobór  preparatów  powinien  by	
uzale�niony od rodzaju pomieszcze� w których znajduj� si� okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mog� by	 tak�e płytki.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót  zwi�zanych z wykonanie wykładzin  i  okładzin  badaniom  powinny podlega	
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a.

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klej�ce,  jak  równie�  materiały  pomocnicze  musz�  spełnia	
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiada	  parametrom  okre�lonym  w
dokumentacji projektowej.

Ka�da  partia  materiałów  dostarczona  na  budow�  musi  posiada	  certyfikat  lub  deklaracj�  zgodno�ci
stwierdzaj�ca zgodno�	 własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  by	  wykonane  bezpo�rednio  przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa	:

– sprawdzenie  wizualne  wygl�du  powierzchni  podkładu  pod  wzgl�dem  wymaganej  szorstko�ci,
wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia,

– sprawdzenie  równo�ci  podkładu,  które  przeprowadza  si�  przykładaj�c  w  dowolnych  miejscach  i
kierunkach 2-metrow� łat�,

– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomoc�  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy;
pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona	 z dokładno�ci� do 1mm

– sprawdzenie  prawidłowo�ci  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
dokonuj�c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci

– sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi.

Wyniki  bada�  powinny  by	  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z
dokumentacj� projektow� i  ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�	  ich wykonania wywiera
wpływ na  prawidłowo�	  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny dotyczy	  sprawdzenie  technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych robót „zanikaj�cych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
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Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  si�  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymaga�
dotycz�cych wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególno�ci:

− zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,

− jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowo�ci przygotowania podło�y,

− jako�ci (wygl�du) powierzchni wykładzin i okładzin,

− prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mog�  by	  wyniki  bada�  dokonanych  przed
przyst�pieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy wykładzin podłóg i okładzin �cian powinien obejmowa	:

− sprawdzenie prawidłowo�ci  uło�enia płytek;  uło�enie  płytek  oraz ich  barw�  i  odcie�  nale�y sprawdza	
wizualnie i porówna	 z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

− sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomoc�  łaty  kontrolnej  długo�ci  2 m
przykładanej w ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomi�dzy łat� a badan� powierzchnia
nale�y mierzy	 z dokładno�ci do 1 mm,

− sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu naci�gni�tego wzdłu� spoin na całej ich
długo�ci (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin �cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okładzin �cian) i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm,

− sprawdzenie  zwi�zania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  (lub
innym  podobnym  narz�dziem);  charakterystyczny  głuchy  d
wi�k  jest  dowodem  nie  zwi�zania  płytek  z
podkładem,

− sprawdzenie  szeroko�ci  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomoc�  ogl�dzin  zewn�trznych  i  pomiaru;  na
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielko�ci  1  m2  nale�y  zmierzy	  szeroko�	  spoin  suwmiark�  z
dokładno�ci� do 0,5 mm

− grubo�	  warstwy  kompozycji  klej�cej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  lub
grubo�	 okre�lona na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej).

Wyniki kontroli powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce wykładzin i okładzin

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełnia	 nast�puj�ce wymagania:

− cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mie	  jednakow�  barw�  zgodn�  z  wzorcem  (nie  dotyczy
wykładzin dla których ró�norodno�	 barw jest zamierzona),

− cała  powierzchnia  pod płytkami  powinna by	  wypełniona  klejem  (warunek  wła�ciwej  przyczepno�	)  tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa	 głuchego odgłosu,

− grubo�	 warstwy klej�cej powinna by	 zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta,

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łat� długo�ci 2 m)
nie  powinno  by	  wi�ksze  ni�  3  mm  na  długo�ci  łaty  i  nie  wi�ksze  ni�  5  mm  na  całej  długo�ci  lub
szeroko�ci posadzki,

− spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci musz� by	 wypełnione zapraw� do spoinowania,

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi	 wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 1 m i 3
mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

− szczeliny dylatacyjne powinny by	 wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

− listwy dylatacyjne powinny by	 osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta.

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia	 nast�puj�ce wymagania:

− cała powierzchnia okładziny powinna mie	  jednakow�  barw�  zgodn�  z wzorcem (nie dotyczy okładzin
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dla których ró�norodno�	 barw jest zamierzona),

− cała powierzchnia pod płytkami powinna by	  wypełniona klejem (warunek  wła�ciwej  przyczepno�ci)  tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa	 głuchego odgłosu,

− grubo�	 warstwy klej�cej powinna by	 zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta,

− dopuszczalne odchylenie kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza	 2 mm
na długo�ci 2 m,

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekracza	 2 mm na długo�ci 2 m,

− spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci powinny by	 wypełnione mas� do spoinowania

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi	 wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 1 m i 3
mm na długo�ci całej okładziny,

− elementy  wyko�czeniowe  okładzin  powinny  by	  osadzone  zgodnie  z  dokumentacj�  i  instrukcj�
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  si�  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmuj�c
wymiary  w  �wietle  �cian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  si�  powierzchni�  słupów,
pilastrów, fundamentów i innych elementów wi�ksze od 0,25 m2.

W  przypadku  rozbie�no�	  pomi�dzy  dokumentacj�  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza  si�
według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Przy  robotach  zwi�zanych  z  wykonywaniem  wykładzin  i  okładzin  elementem  ulegaj�cym  zakryciu  s�
podło�a. Odbiór podłó� musi by	 dokonany przed rozpocz�ciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  nale�y  przeprowadzi	  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki bada� nale�y porówna	  z wymaganiami dotycz�cymi podłó� i  okre�lonymi odpowiednio w pkt.  5.3.
dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo�na uzna	 podło�a za wykonane prawidłowo
tj. zgodnie z dokumentacj� i ST i zezwoli	 do przyst�pienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny podło�e nie powinno by	 odebrane.

Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło�a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemo�liwa  (szczególnie  w  przypadku
zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by	 skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  (podłó�)  oraz
materiałów nale�y zapisa	  w  dzienniku  budowy lub  protokóle  podpisanym  przez przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 

Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
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usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót je�eli  umowa
tak� form� przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczn�  ocen�  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiaj�cego  na  podstawie  przedło�onych
dokumentów, wyników bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalno�ci powinna okre�la	 umowa.

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y	 komisji nast�puj�ce dokumenty:

− projekt budowlany,

− projekty wykonawcze 

− dokumentacj� powykonawcz�,

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik budowy z zapisami dotycz�cymi toku prowadzonych robót,

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

− protokóły odbioru podło�e,

− protokóły odbiorów cz��ciowych,

− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów,

− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi�zana  jest  zapozna	  si�  przedło�onymi  dokumentami,  przeprowadzi	
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna	 je z wymaganiami i wielko�ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona	 oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny by	 odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� i pomiarów s�
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawc�  dokument  s�  kompletne  i  prawidłowe  pod  wzgl�dem
merytorycznym.

Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna by	 przyj�ta. W
takim przypadku nale�y przyj�	 jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

− je�eli to mo�liwe, nale�y poprawi	 wykładzin� lub okładzin� i przedstawi	 j� ponownie do odbioru,

− je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkownika  i  trwało�ci  wykładziny  lub
okładziny  zamawiaj�cy  mo�e  wyrazi	  zgod�  na  dokonanie  odbioru  ko�cowego  z  jednoczesnym
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku ustale� umownych,.

− w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykona	 je ponownie i powtórnie zgłosi	 do odbioru.

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by	 dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj�cego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawiera	:

− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,

− ocen� wyników bada�,

− wykaz wad i usterek ze wska
nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia,

− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko�cowego  pomi�dzy
zamawiaj�cym a wykonawc�.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  si�  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długo�	  jest  okre�lona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po u�ytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  zwi�zanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi	  wykonawcy wszystkie zauwa�one
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  lub  okładzinowe
mo�e by	 dokonana według nast�puj�cych sposobów:

− rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstaw�  płatno�ci  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała  warto�	
wynagrodzenia;  warto�	  robót  w  tym  przypadku  jest  okre�lona  jako  iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilo�ci
robót okre�lonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

− rozliczenie w oparciu o warto�	 robót okre�lon� po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo�ci robot.

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  mo�e  by	  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  ko�cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie  po  dokonaniu  odbioru
cz��ciowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmuj�:

− robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami,

− warto�	 zu�ytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikaj�cymi z technologii
robót z kosztami zakupu, 

− warto�	 pracy sprz�tu z narzutami,

− koszty po�rednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzgl�dniaj�  równie�  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezb�dnych  robót  pomocniczych  i  towarzysz�cych  takich  jak  np.  osadzenie  elementów
wyko�czeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczaj�ce, o�wietlenie tymczasowe,
piel�gnacja  wykonanych  wykładzin  i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,
zu�ycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyj�cia innych zasad okre�lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze� pomi�dzy
zamawiaj�cym a wykonawc� sprawy te musz� zosta	 szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
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PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasi�kliwo�ciwodnej  E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej E<3
%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10
%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o niskiej nasi�kliwo�ci wodnej  E<3%. Grupa
A I.

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II
a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II
a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jako�ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasi�kliwo�ci  wodnej,  porowato�ci
otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało�ci na zginanie i siły łami�cej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na uderzenia metod� pomiaru
współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporno�ci  na  wgł�bne  �cieranie  płytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na �cieranie powierzchni płytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno�ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na p�kni�cia włoskowate płytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno�ci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró�nic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów
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cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporno�ci  chemicznej
zapraw na bazie �ywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporno�ci na �cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymało�ci  na  zginanie  i
�ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasi�kliwo�ci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i  lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz��	 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cz��	 B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

− Atlas Budowlany, miesi�cznik wydanie specjalne 1998 rok.

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.


